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ABSTRACT

Objectives: The aim of this study is to develop a comprehensive Occupational Safety and Health (OSH) guide for 
maintenance tasks in semiconductor processing, specifically focusing on etching, deposition, and ion implantation 
processes.

Methods: The development of the OSH guide involved a literature review, consultations with industry experts, and 
field investigations. It concentrates on Maintenance Work (MW) operations in these specialized areas.

Results: The result is a detailed OSH guide tailored to MW in etching, deposition, and ion implantation facilities 
within semiconductor processing. This guide is structured to assist maintenance workers through pre-, during and 
post-MW phases, ensuring easy comprehension and adherence to safety protocols. It highlights the necessity 
of safety and health measures throughout the MW process to protect personnel. The guide is enriched with 
real-life scenarios and visual aids, including cartoons and photographs, to aid in the understanding and 
implementation of safety and health principles.

Conclusions: This OSH guide is designed to enhance the protection of workers engaged in maintenance activities 
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in the electronics sector, particularly in semiconductor manufacturing. It aims to improve compliance with 
safety and health standards in these high-risk environments.

Key words: maintenance work (MW), occupational safety and health (OSH) guide, etching, deposition, ion 
implantation

I. 서    론

공정에서 이루어지는 모든 직무의 표준작업절차서

(standard operating procedures, SOP)는 직무 결과

물의 품질과 성능을 균일하게 만드는 것을 목표로 한다

(Britannica, 2023). SOP에 ‘안전 및 보건 프로토콜

(이하 안전보건 가이드 또는 가이드)’을 통합하면 근로

자 안전을 확보하며 공정 품질을 높이는 데 큰 도움이 

될 수 있다. 안전한 작업 절차는 유무형의 좋은 제품을 

생산하기 위한 SOP와 함께 동등한 수준으로 준수해야 

하는 지침이다(ISC, 2023). 

반도체의 원료인 웨이퍼(wafer)는 반도체 집적회로

가 새겨지는 기판이다. 웨이퍼는 실리콘을 녹여서 둥근 

기둥 잉곳(ingot)을 제작하고, 이를 얇은 두께로 절단하

고 매끄럽게 다듬어서 만든다. 웨이퍼는 반도체 공장으

로 공급하며, 그 위에 산화, 포토, 식각, 이온주입, 증

착, 금속배선 공정을 거쳐 집적회로를 새긴다. 각 공정

의 원리에 따라 사용되는 화학물질과 에너지 등이 다르

고, 이에 따라 발생하는 안전보건 위험 요인도 다양하

다. 최근 삼성전자와 SK 하이닉스 등은 모두 12인치

(300 ㎜) 웨이퍼 집적회로를 생산하는 자동화 공정을 

운영함으로써 공정 운전자의 안전보건 위험인자 노출을 

현저히 줄이고 있다. 하지만 자동화된 공정이라도 반도

체 공정 설비와 각종 공정 지원 설비 등에 대한 정비는 

근로자가 직접 수동으로 하게 된다. 이 과정에서 근로

자들은 화학물질 등 여러 안전보건 위험에 노출된다. 

본 연구의 목표는 반도체 공정 중 증착, 식각, 이온

주입 설비를 정비하는 데 필요한 일반적인 안전보건 

가이드를 개발하는 것이다. ‘증착(또는 박막으로 일컫

기도 함)’은 얇은 박막이나 층을 다른 물질 위에 증착

하는 공정이고, ‘식각’은 웨이퍼 표면의 물질을 화학적

이나 물리적으로 제거하는 공정이며, ‘이온주입’은 원

자나 이온을 고에너지 상태로 가속해 웨이퍼 표면에 

주입하는 공정이다. 본 연구에서는 공정별로 일반적인 

공정 원리에 근거하여 안전보건 가이드를 개발하였다. 

이 가이드는 반도체의 다른 공정 설비 정비 작업에도 

활용될 수 있을 것이다. 사업장에서 가이드를 사용할 

때에는 본 안전보건 가이드를 바탕으로 각 사업장의 

공정별 구체적인 사용 기술, 정비 작업 특성 등에 맞는 

조치 사항들을 반영하여 추가 안전보건 가이드를 개발

할 것을 권장한다. 

Ⅱ. 연구 방법과 범위

1. 연구 방법
본 연구와 관련된 연구 방법은 “전자산업 공정 설비 

작업 안전보건 가이드 개발” 논문에서 설명하였다(Lee 

et al., 2023). 먼저 문헌 고찰을 통해 반도체 증착, 이

온주입, 식각 공정 설비 정비 작업에서 발생하는 일반적

인 안전보건 유해⋅위험 요인을 정리하였다. 문헌 고찰 

시 PubMed(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)와 

bing.com(https://www.bing.com/)에 질문을 제시하

고, 검색된 문헌 중 본 연구와 연관된 결과를 정리하였

다. 문헌 고찰에서 정리한 안전보건 가이드 초안은 사업

장 공정 설비 정비 작업을 조사한 후 개정, 수정하였다. 

이후 안전보건 전문가와 공정 전문가로부터 추가 교정 

등의 자문을 받아 가이드를 완성하였다. 반도체 증착, 이

온주입, 식각 공정 설비 정비 작업에 대한 안전보건 가

이드 전문은 부록으로 수록하였고, 본 연구에서는 안전

보건 가이드의 핵심 목적과 내용 등을 설명하였다. 

2. 연구 범위
본 연구 범위는 반도체 제조 공정 중 일부인 식각, 이온

주입, 증착 공정 설비를 정비하는 작업이다. 반도체 다른 

공정(산화, CMP(chemical mechanical polishing), 

확산 등)과 반도체 공정을 지원하는 각종 지원 설비에 대한 

정비 작업은 제외하였다. 본 연구에서 정비는 예방정비

(preventive maintenance; PM)와 대응정비(breakdown 

maintenance or corrective maintenance; BM)를 포

함하였다. PM은 장비 고장을 방지하고 지속적으로 공정 

작동을 보장하며 원활하게 유지하기 위하여 정기적으로 

수행되는 공정 설비 세정, 장비와 부품 등 교체 및 설치, 

공정 작동 조건 검증 등을 포함한 직무 활동이다. BM은 

공정 설비, 기계, 장비, 소자 등 고장이나 결함이 있는 구
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Name of operation Principle Type of operation*

Etching
A process used to remove 
layers from the surface of a 
wafer during microfabrication

1> Wet etching
2> Dry etching: plasma, reactive ion, deep reactive ion, ion 

beam, and chemical dry etching

Deposition
A process of adding thin layers 
of material onto the surface of a 
wafer

1> Physical Vapor Deposition (PVD): sputtering and evaporation
2> Chemical Vapor Deposition (CVD): Atmospheric Pressure CVD

(APCVD), Low-Pressure CVD (LPCVD), Plasma-Enhanced 
CVD (PECVD), Metal-Organic CVD (MOCVD), High-Density 
Plasma CVD (HDP-CVD)

3> Epitaxial growth: Molecular Beam Epitaxy (MBE), Liquid 
Phase Epitaxy (LPE) 

Ion implantation

A process used to modify the 
properties of a semiconductor 
wafer by bombarding it with 
impurities

1> High energy ion implantation
2> Medium energy ion implantation
3> Low energy ion implantation
4> Plasma Immersion Ion Implantation (PIII)
5> Cluster ion implantation
6> Flash ion implantation

*Each of these processes has its specific applications, advantages, and limitations, and the choice of which to use 
depends on the desired outcome.

Table 1. Overview of fundamental principles and types of etching, deposition, and ion implantation in semiconductor 
manufacturing processes

성 요소를 수리하거나 교체하여 공정 설비의 작동 상태를 

정상으로 복원하는, 비정기적으로 운영되는 직무 활동이

다(Safety Culture, 2024). 유럽 안전보건청에서 개발한 

표준인 EN 13306:2010에서는 정비를 ‘품목의 수명 

주기 동안 품목을 유지하거나 복원하기 위한 모든 기술

적, 행정적, 관리적 조치의 조합, 그리고 필요한 기능을 

수행할 수 있는 상태로 복원하는 것’으로 정의하였다

(Muylaert et al., 2010). 본 연구에서 안전보건 가이드

에 수록한 정비 작업은 반도체 식각, 이온주입, 증착 공정 

설비에서 일반적으로 수행하는 작업, 즉 사고를 방지하고 

공정효율을 높이기 위해 정기적, 비정기적으로 공정 설비

를 멈추고 청소하며 기계, 부품 등을 교체하는 작업으로 

정의하였다. 본 가이드에서 반도체 식각, 이온주입, 증착 

공정에서 사용한 기계, 기구, 부품 등을 분리하여 추가로 

세정(cleaning)하는 작업은 제외하였다. 

Ⅲ. 결    과

1. 제조 공정 원리
반도체, 디스플레이 등 전자산업 공정에서는 공정 원

리가 동일하더라도 공정별로 사용하는 세부 공정 기술

에 따라 추가 공정 원리, 사용하는 화학물질, 발생하는 

유해⋅위험 요인 등이 다르게 나타난다. 공정 설비를 

정비하는 직무에서도 사용하는 공정 기술에 따라 노출

되는 안전보건 유해 인자가 달라진다. 각 공정에서 사

용되는 일반적인 원리와 공정별 추가 공정 기술 종류는 

Table 1에 정리하였다. 공정에서 어느 세부 기술을 사

용할지는 반도체 소자 생산에서 어떤 공정이 필요한지 

등에 따라 달라진다. 

여기서는 증착 공정 중 스퍼터링(sputtering) 기술의 

원리를 예로 들고자 한다. 스퍼터링 기술은 비활성가스

를 이온화하여 플라스마를 만든 후에 전기장으로 이 플라

스마를 가속하여 타깃과 충돌시킴으로써 타깃 원자가 표

면에서 방출되도록 하는 공정 기술이다(Sigmund, 1993). 

방출된 타깃 원자는 진공 챔버를 통과한 후 기판 위에 

증착되어 반도체 장치와 광학 코팅과 같은 공정 특성에 

맞는 박막(thin film)을 형성한다(Bundesmann & 

Neumann, 2018). 스퍼터링 기술은 박막 두께와 구성을 

정밀하게 제어할 수 있다는 장점이 있다(INQUIVIX, 

2023) (Figure 1). 스퍼터링 기술은 주로 집적회로와 

전자 부품의 박막을 생성하는 공정이 필요한 반도체, 

디스플레이, 광학 코팅 등 전자산업과 박막 태양전지 

생산 등에 매우 중요하게 활용된다. 스퍼터링 공정 운

전 및 정비 작업자가 노출될 수 있는 유해⋅위험 요인

의 종류는 이 공정 기술에서 사용하는 화학물질과 이온 

등이 포함된 흄 등 입자(Selwyn et al., 1997), 에너지



128 조경이ㆍ한택현ㆍ문재진ㆍ정인균ㆍ황영우ㆍ권세영ㆍ고경윤ㆍ이민건ㆍ장재필ㆍ박동욱

www.kiha.kr Journal of Korean Society of Occupational and Environmental Hygiene, 2024: 34(2): 125-133

Figure 1. Fundamental process principles of sputtering technique in deposition operation (Retrieved from INQUIVIX, 2023) 

(플라스마, 열 등), 공정 장비(챔버 등) 등에 따라 결정

된다. 

2. 공정 운전 및 설비 정비 작업 주요 안전보건 위험 
식각, 증착, 이온주입 공정에서 구체적으로 사용하는 

공정 기술 종류에 따라 운전과 정비 작업자가 노출되는 

유해 인자는 달라진다. 예를 들어 식각 공정과 관련된 

안전보건 위험은 공정 기술이 습식인지 건식인지에 따

라 달라진다(OSHA, 2024a). 습식 식각 공정 설비 근

로자는 강산(HF, HCl, H2SO4 등 혼합물) 누출, 미스트 

분출 등으로 인한 넘어짐, 피부 노출, 누출된 화학물질 

미스트와 흄(toxic fumes) 및 공정 부산물에 대한 호흡

기와 피부 노출 등을 겪을 수 있다. 식각 대상 제품과 

식각 기술 등에 따라 습식 식각에 사용되는 산과 염기

의 농도는 다를 수 있지만, 웨이퍼의 선택된 층을 제거

할 정도이므로 근로자가 노출되면 피부, 호흡기 등에 

부식성 손상을 야기한다고 판단한다. 한편, 습식 식각에 

쓰이는 산이나 염기가 식각되는 제품 층과 일으키는 화

학반응으로 인해 반응물질이나 생성물질 등이 기화하고 

응축되어 흄이 발생할 수 있다. 

건식 식각 공정 설비 정비 근로자는 원료 화학물질, 

반응성 부산물 등 각종 가스상, 입자상 물질에 노출될 

수 있다. 설비 안은 물론 설비 틈 등에 끼어 있는 각종 

가스, 흄, 먼지 등이 정비 과정에서 공기 중으로 방출될 

수 있다. 증착과 이온주입 공정도 사용하는 기술에 따

라 정비 작업의 빈도, 방법, 발생하는 안전보건 위험 종

류와 대책이 달라진다. 

기본적으로 정비 작업 시에는 정비 대상 공간에서 가

스상 물질, 다양한 크기의 입자상 물질, 엑스레이, 전자

파, 근골격계질환, 교대 작업 등으로 인한 질병 위험과 

화학물질 누출⋅폭발⋅추락⋅감전 등의 안전사고 위험

이 있다(HSA, 2024; OSHA, 2024b). 또한 정비 대상 

공정과 설비의 특성에 따라 안전보건 위험 요인과 크기

가 달라진다. 유럽 산업안전보건청은 신뢰할 수 있고 

안전한 정비 작업의 핵심은 우수한 산업안전과 보건관

리 관행이라고 강조하였다(Muylaert et al., 2010). 예

를 들어 모든 정비 작업에서는 공정 설비나 장비 등에 

붙어 있는 공정 부산물 등 오염물을 제거하기 위해 진

공 배기나 에어건을 사용하는 경우가 많다. 이때 에어

건 사용은 최소화하고, 만약 에어건을 사용해야 할 경

우에는 스크러버와 연결된 배기 덕트를 활용하여 배기

함으로써 공기 중 먼지 분산을 억제하도록 하였다

(Figure 2). 

3. 공정 설비 정비 작업 안전보건 가이드 종합
반도체 식각, 이온주입, 증착 공정 설비 정비 작업 중

에는 화학물질 누출, 폭발, 질식, 직업병 발생 등 잠재

적 사고 위험이 있다. 반도체 공정 설비 정비 작업을 안

전하게 마치기 위해서는 안전한 작업 절차를 따라야 한

다. 다른 공정 설비 정비 작업과 마찬가지로 식각, 이온

주입, 증착 공정 설비를 정비할 때 정비 작업 전, 작업 

중, 작업 후 취해야 할 주요 안전보건 조치 사항들을 정

리하였다(Table 1~3). 정비 작업 중 사용해야 할 위험

한 기계, 기구의 종류와 신호수 배치 여부 등은 유지보
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Figure 2. Recommended integration of air-gun and vacuum duct for effective dust removal

Table 2. Key OSH precautions for maintenance work in semiconductor process facilities
OSH Items Etching Ion implantation Deposition

Obtain permits for process equipment maintenance work 
in accordance with company regulations.

Always required Always required Always required

Electrically lock out and tag out process equipment, 
chemical piping, etc.

Always required Always required Always required

Isolate the process maintenance work area from the 
surrounding area, mark the maintenance area, and restrict 
access.

Take action if 
needed

Take action if 
needed

Take action if 
needed

If the work requires the use of hazardous equipment, such 
as a crane, designate and post an operator and signaling 
personnel*.

Take action if 
needed

Take action if 
needed

Take action if 
needed

Check the performance of safety and health facilities 
(washing and rinsing facilities, exhaust systems) and 
personal protective equipment required for maintenance 
work and emergencies.

Always required Always required Always required

Receive training on how to perform maintenance safely 
and identify emergency actions to take in the event of an 
accident.

Always required Always required Always required

Wear the necessary personal protective equipment for 
maintenance work.

Always required Always required Always required

*The hazardousness of machinery varies greatly depending on the size of the parts that are maintained, cleaned, moved, 
or dismantled.

수, 청소, 이동 또는 해체하는 부품의 크기에 따라 크게 

달라진다. 예를 들어 디스플레이와 같이 크기가 큰 증

착 기계나 기구를 해체하고 운반할 경우에는 크레인을 

사용하고, 이에 따른 안전보건 조치(운전자 자격 점검, 

신호수 배치, 정격용량 점검, 크레인 점검, 작업 경계 

출입 제한과 범위 지정, 비상시 조치 등)를 취한다. 자
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OSH Items Etching Ion implantation Deposition
Place a coworker or supervisor near the MW* 
area to monitor operations and take action in case 
of an emergency.

Take action if 
needed

Take action if 
needed

Always required for 
maintenance works inside the
large deposition chamber

Ensure that the MW workers can contact the 
worker supervising the MW.

Always required Always required Always required

Perform maintenance and cleaning operations 
safely, such as replacing, attaching, cleaning, and 
calibrating machines, equipment, materials, and 
sensors in the facility.

Always required Always required Always required

*MW: maintenance work

Table 4. Major OSH items taken after performing maintenance work for process facilities
OSH Items Etching Ion implantation Deposition

Prompt disposal: categorize and store waste from 
MW* based on its characteristics

Always required Always required Always required

After completing MW, conduct safety checks with 
relevant departments to ensure the processes 
maintained are in optimal condition.

Always required Always required Always required

Document key OSH-related details of each 
maintenance task

Always required Always required Always required

Regular exposure assessment to hazards for 
maintenance workers

Always required Always required Always required

Specialized medical exams for maintenance 
workers

Always required Always required Always required

*MW: maintenance work

Table 3. Key OSH precautions for maintenance work in semiconductor process facilities

세한 안전보건 위험은 부록인 안전보건 가이드 전문에 

제시하였다. 구체적인 정비 작업 가이드는 정비 대상 

공정 장비와 작업 방법 등에 따라 개발해야 한다.

Ⅳ. 고    찰

본 연구에서는 반도체 식각, 이온주입, 증착 공정에

서 설비 정비 작업을 할 때 발생하는 일반적인 유해⋅
위험 요인 노출을 제거, 차단, 억제, 관리(control)하는 

안전보건 가이드를 개발하였다. 이는 반도체 클린룸은 

물론 일반 시설 정비 작업에서도 참조할 수 있는 표준

이다. 본 가이드는 기업의 공정 종류, 작업 특성, 작업

환경 등에 따라 일부 수정, 추가, 요약하여 안전보건 지

침, 안전보건 교육, 현장 게시 등 다양한 목적으로 활용

할 수 있을 것으로 판단한다. 본 안전보건 가이드를 활

용하는 데 참조해야 할 주요 내용을 고찰하였다. 

첫째, 반도체의 클린룸에서 공정 설비에 대한 정비 

작업 시 발생하는 안전보건 위험을 관리하는 표준 가이

드 구성으로 정비 작업 전, 정비 작업 중, 정비 작업 후

로 구분하는 것이 안전보건 위험을 효과적으로 식별하

고 통제, 관리하는 절차에 도움이 된다고 판단하였다. 

이를 위해 안전보건 가이드에 정비 등 현장에서 작업을 

시작하기 전, 작업 중, 작업 후에 중점적으로 관리해야 

할 사고 및 질병 위험 요인 확인, 제거, 관리 방법을 담

았다. 전자산업 공정 설비 정비 작업에 대한 안전보건 

가이드의 내용도 정비 작업 전, 정비 작업 중, 정비 작

업 후로 구분하여 발표하였다(Kim et al., 2024; Lee 

et al., 2023). 

둘째, 원청 기업에서 정비 작업을 원청 정비 부서나 

다른 기업에 도급하는 방법과 정비 범위에 따라 안전보

건 가이드 내용과 절차에 차이가 있을 수 있다. 본 가이

드는 정비 작업 전 원청 내 부서 간 또는 원청과 도급

(협력) 업체 간에 서로 동등하게 협의, 확인, 조치해야 

할 정비 작업의 내용을 중심으로 제시하였다. 그러나 

원청 부서와 협의 없이 단지 도급 업체에 위탁한 정비 

작업만 요청하는 경우도 많다. 예를 들어 공정 설비 정
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비를 수행하기 전에 화학물질 배관 차단, 각종 전기 설

비 차단(lockout/tagout; LOTO) 등을 원청에서 사전

에 하고, 단지 정비 작업만을 위탁 또는 도급하는 경우

이다. 이때 원청에서 정비가 이루어지기 전에 원청 부

서 간 안전한 정비 작업을 위한 협력 등 안전보건 조치

를 포함해야 한다. 원청에서 정비 작업을 하는 경우 정

비 작업 부서는 유관 부서와 동등하게 협의하여 정비 

작업에 필요한 사전 협력을 한다. 

셋째, 정비 작업은 매우 다양한 산업, 공정 등에서 이

루어지기 때문에 정비 작업자는 다양한 종류의 유해 화

학물질과 밀접하게 접촉한다. 이러한 화학물질은 종류

에 따라 피부염이나 암과 같은 질병을 유발할 수 있을 

뿐만 아니라, 인화성이 강하고 폭발성이 있는 경우도 

많다. EU OSHA는 정비와 유해 인자에 대한 전자자료

를 발간하였다(EU-OSHA, 2012). 이 전자자료에는 일

반적으로 정비 작업자가 노출되는 다양한 위험 물질과 

관련된 구체적인 위험에 초점을 맞추어, 몇 가지 모범 

사례를 포함하여 이러한 위험에 대처할 수 있는 몇 가

지 기본 권장 방법이 수록되어 있다. 일반적으로 정비 

작업에서 유해 물질에 노출되는 주요 원인은 크게 세 

가지로 구분할 수 있다(EU-OSHA, 2012).

• 세정과 탈지 등 특정 작업에서 제품과 물질의 과다 

사용 위험이 있음

• 정비 작업 중 부산물로 생성되는 물질과 접촉 또는 

노출 가능성이 높음

• 정비 작업장 또는 유지보수할 공장에서 화학물질 

등과 노출 위험이 높음

넷째, 반도체 공정에서 안전보건 위험은 주로 공정 

시스템, 설비, 소재 등의 안전에 집중되어 있어 정비 작

업에 대한 안전보건 가이드를 개발하여 표준화하는 연

구가 필요하다. 반도체 산업에서 대표적인 안전보건 표

준은 국제 반도체 협회가 개발한 SEMI로, 총 21종이 

개발되어 있다(SEMI, 2024). 모두 반도체 시스템과 공

정 설비 안전, 환경보호를 위한 표준으로 설비, 부품, 

소자 등에 대한 공정의 표준이다. 반면 공정 운전자와 

정비 작업자의 건강위험을 예방하기 위한 표준은 없다. 

구체적으로 반도체⋅LCD⋅OLED 공정, 공정 지원 설

비와 시설⋅건물 등을 운전하거나 정비를 담당하는 노

동자의 건강을 예방하는 안전보건 가이드 개발을 위한 

연구가 필요하다. 노동자의 안전보건을 위한 가이드는 

향후 우리나라에 조성할 반도체 클러스터에 참여하는 

국내외 기업에 국제 표준으로서 강제 또는 권고 기준 

등으로 활용될 수 있다. 국제 안전보건 가이드 표준 내

용에는 위험관리 템플릿(template)을 포함하는 것이 좋다. 

영국 보건안전청(The Health and Safety Executive, 

HSE)이 개발한, 잠재적 안전보건 위험을 간단하게 기록

하고 관리하는 위험성평가와 관리 템플릿을 활용하는 

방안이다(HSE, 2024). 템플릿에는 피해를 입을 수 있

는 대상과 사례(who might be harmed and how), 

위험을 통제⋅관리하기 위해 이미 하는 일(what you 

are already doing to control the risks), 위험을 통

제하기 위해 추가로 취해야 할 조치(what further 

action you need to take to control the risks), 조

치를 수행해야 하는 사람(who needs to carry out 

the action), 조치가 마련되어야 하는 시기(when the 

action is needed by)이 수록되어 있다.

다섯째, 공정, 공정 설비, 정비 작업 종류와 범위 등

에 따라 추가로 구체적인 안전보건 가이드를 개발할 필

요가 있는지 검토해야 한다. 정비 대상 설비의 크기, 밀

폐 정도, 정비 작업 종류에 따라 유해 인자 발생과 수준 

등은 다르다. 정비 대상 설비 특성에 따라 정비 작업 전, 

작업 중, 작업 후에 관리해야 할 위험 요인의 중요도가 

다를 수 있다. 예를 들면 정비해야 할 설비가 밀폐되고 

크기가 큰 경우 밀폐공간의 위험, 추락 등의 위험이 강

조되어야 한다. 또한 정비 대상 설비의 기계, 부품 등이 

무거워 해체, 탈착, 이동 등에서 크레인 등 위험한 기계

나 기구를 이용해야 할 경우, 이에 대한 엄격한 안전보

건 조치를 취해야 한다. 정비 대상 설비, 기계, 기구 등

을 잘 조사하여 안전보건 가이드에 반영하는 것이 좋다. 

예방정비와 대응정비의 작업 수행 빈도와 시간에 따라 

안전보건 위험은 달라질 수 있다. 예방정비는 정해진 시

간에 시설이나 장비를 정기적으로 검사하는 작업인 반

면, 대응정비는 설비와 장비 등의 고장이나 중단이 발생

할 때마다 수행하는 작업이다(Safety Culture, 2024). 

특히 대응정비는 비정기적으로 신속한 공정 가동의 부

담에 따른 위험을 관리하기 위한 가이드에 강조할 필요

가 있다. 

마지막으로 여섯째, 본 가이드는 전자산업에서 다른 

공정 설비 정비 작업과 다른 산업에서 사용하는 식각, 

증착, 이온주입 공정에도 활용할 수 있다. 식각(AZoM, 

2006), 증착(Kern & Schuegraf, 2001), 이온주입

(Hirvoney, 1983) 공정은 집적회로와 전자 부품을 제
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조하는 반도체와 마이크로일렉트로닉스 산업에서 핵심

적인 역할을 한다. 또한 이러한 공정 기술은 광전지를 

생산하는 태양에너지 분야와 하드디스크드라이브 및 메

모리 장치를 제조하는 데이터저장 산업에서도 광범위하

게 활용되고 있다. 이에 더하여 스마트폰이나 TV와 같

은 기기의 화면을 만드는 디스플레이 기술, 부품의 표면 

처리가 필요한 항공우주와 자동차산업에서도 중요한 응용 

분야에 활용되고 있다(Global_IndustryAnalysts, 2024). 

부    록

전자산업 공정 설비 정비 작업 안전보건 가이드는 온

라인에서 열람 및 다운로드 가능합니다.

부록 1: https://www.jksoeh.org/main/download.htm? 

code=J03402003S1

부록 2: https://www.jksoeh.org/main/download.htm? 

code=J03402003S2

부록 3: https://www.jksoeh.org/main/download.htm? 

code=J03402003S3

Ⅴ. 결    론

본 연구에서는 반도체 식각, 이온주입, 증착 공정 설

비에 대한 정비 작업을 수행할 때 일반적으로 따라야 할 

안전보건 가이드를 개발하였다. 산업, 공정, 설비 등에 

상관없이 일반적으로 정비 작업 전에 취해야 할 기본 내

용은 정비 작업 허가, 설비 가동과 화학물질 배관 등에 

전기적인 차단과 표시, 작업공간 격리와 출입 제한, 위

험성평가 등 교육, 비상시 사용할 수 있는 안전보건 시

설 확인, 공정 설비의 정비 대상 조건과 상태 도달 확인, 

개인보호장비 착용 등이다. 정비 작업 중에는 유해 인자 

발생과 노출을 억제하기 위한 조치를 하고, 정비 작업 

후에는 보호구를 착용한 채로 작업공간을 깨끗하게 청

소하고 폐기물을 처리한다. 공정 설비 정비 작업 시간, 

빈도, 내용 등을 표준에 따라 기록하여 안전한 정비 작

업 안전보건 가이드를 개정하는 근거로 활용한다. 
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